
Das NEXTRA® Modul zur Luftstreckenanalyse ermöglicht die Analyse 

von Leiterplattenlayouts und deren mechanischer Umgebung auf 

Einhaltung von Mindestabständen zwischen stromleitenden Elementen, 

die zur Zertifizierung technischer oder gesetzlicher Vorgaben nötig sind.

EINSATZGEBIETEEINSATZGEBIETE

VORTEILEVORTEILE

Die Analyse der Luftstrecken innerhalb elek-

tromechanischer Baugruppen ist für 

bestimmte Leiterplatten technisch oder 

gesetzlich geregelt. Zur Zertifizierung von 

branchenspezifischen Anforderungen ist die 

Überprüfung der Luftstrecken durch Institu-

te (z.B. VDE) vorgegeben.

Mit dem 

Zertifizierbarkeit des elektronischen Produk-

tes sowie dessen prognostizierbare Funk-

tionalität und Konformität gewährleistet.

Durch die Analyse der Luftstrecken bereits 

während des Entwurfsvorganges sind Fehl-

entwürfe und daraus entstehende Kosten 

und Zeitverzögerungen ausgeschlossen.

NEXTRA® Luftstreckenmodul Ebenfalls sind Nacharbeiten und Layoutän-

kann sichergestellt werden, dass die für vor- derungen durch Beanstandungen während 

gegebene Randbedingungen wie Arbeits- einer Zertifizierung auf Grund einer Luftstre-

spannung, Maximalspannung, Materialei- ckenverletzung unmöglich.

genschaften und Verschmutzungsklasse 

nötigen Mindestabstände zwischen Ele-

menten der Leiterplatte und dem Gehäuse 

eingehalten werden. Damit ist sowohl die 
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Das NEXTRA® Luftstreckenanalysemodul nektivität und die leitenden Anteilen von 

kommt bei der Validierung einer elektrome- Komponenten der Leiterplatte automatisiert 

chanischer Baugruppen zur Überprüfung durchzuführen. Diese Einschränkungen wer-

technischer oder gesetzlicher Vorgaben zur den durch das 

Anwendung. Speziell bei Hochstrom- und 

Hochspannungsleiterplatten spielt die Ein-

haltung von Mindestabständen zwischen 

metallisch leitenden Elementen des Gehäu-

ses und stromtragenden Elementen der Lei-

terplatte eine wichtige Rolle. Durch die Tren-

nung der Entwicklungswerkzeuge für 2D 

Leiterplattenlayout und 3D Mechanikkon-

struktion ist es bislang nicht möglich, eine 

Analyse von Luftstreckenabständen auf 

Grund der im Leiterplattenlayout enthalte-

nen Information über die elektrische Kon-

NEXTRA® Luftstreckenana-

lysemodul aufgehoben. NEXTRA® 

bestimmt die Abstände zwischen allen lei-

tenden Elementen der Leiterplatte sowie 

der umgebenden Mechanik.  Durch die 

Erkennung leitender Elementen der Leiter-

platte und dem steuerbaren Detaillierungs-

grad von elektronischen Komponenten las-

sen sich Unterschreitungen, die ein techni-

sches Risiko darstellen können, identifizie-

ren. Die Vorgabe von Minimalabständen 

ermöglicht es problematische Details einzu-

grenzen und diese genauer zu überprüfen. 



Das NEXTRA® Luftstreckenanalysenmodul 

ist ein Teil des 

licht. Die Identifikation von metallisch lei-

NEXTRA® 3D Layoutsys- tenden Flächen von elektrischen Kompo-

tems. Dadurch wird die Überprüfung aller nenten kann global vereinfacht oder indivi-

Leiterplattenlayouts aus 2D Layoutsyste- duell vorgenommen werden. Die mitgelie-

men ermöglicht, zu denen NEXTRA®  ferte NEXTRA® Bauelementebibliothek 

Schnittstellen besitzt. unterstützt das Luftstreckenanalysemodul 

Der Import von 3D Gehäusedaten wird durch Materialzuordnungen zu den Flächen 

über die direkten und neutralen Schnittstel- bzw. Elementen der elektronischen Bautei-

len zu Mechanik-CAD-Systemen ermög- le.

mecadtron. new dimensions. new opportunities.

info mecadtron.de@
www.mecadtron.com

Telefon: 0911 - 46 23 69 - 0
Telefax: 0911 - 46 23 69 - 11

Allersberger Str. 185
90461 Nürnberg, Germany

MECADTRON GmbH
Nürbanum, Gebäude N
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Das NEXTRA® Luftstreckenmodul erlaubt lierend angesehen werden sollen.

die Identifikation von Netzen der Leiterplat- Es kann ein Abstandswert vorgegeben wer-

te, die zur Analyse herangezogen werden den, der dem maximalen Luftstreckenab-

sollen. Die Identifikation von Gehäusekör- stand entspricht, der eine Verletzung der 

pern kann durch Namen oder durch vordefi- Vorgaben darstellt.

nierte Gehäusekörper erfolgen. Es kann ein Für durchgeführte Analysen können die 

Schwellwert für die elektrische Leitfähigkeit Berechnungsergebnisse abgespeichert wer-

(in Siemens/m) angegeben werden, dessen den. Die Analysen werden unter Nutzung 

Überschreitung die Zuordnung eines Mater- paralleler Hardware multi-threaded durchge-

ials als elektrisch leitendes Material führt.

erzwingt. Für Gehäuseteile oder Bauele- Identifizierte Elemente einer Berechnung 

mente denen keine Materialeigenschaften können graphisch identifiziert und die 3D-

zugewiesen wurden kann vorgegeben wer- Ansicht darauf vergrößert werden.

den, ob diese als elektrisch leitend oder iso-
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Minimal:

- Intel Pentium IV/AMD Athlon

- MS Windows 2000 SP4

- 1 GB Arbeitsspeicher

- 500 MB freier Festplattenspei-

cher

- Netzwerkkarte

Empfohlen:

- Intel i7 / AMD Opteron

- MS Windows XP SP2 (32 oder 

64 bit) und höher

- 3 GB Arbeitsspeicher

- 1 GB freier Festplattenspeicher

- Netzwerkkarte

Für die Konfiguration neuer 

Rechner zur Installation von 

Nextra® lassen Sie sich bitte von 

uns beraten. Die Konfiguration ist 

sehr stark von den jeweiligen 

Einsatzbedingungen abhängig 

Auf Anfrage sind auch Versionen 

für AIX, Linux und OSX erhältlich.
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Alle verwendeten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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